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@ Datentrager mit integriertem Schaltkreis und Verfahren zur Herstellung desselben 



Mehrschichtiger Datentrager, in den ein einen IC-Baustein 
aufnehmendes Tragerelement eingebaut ist sowie Verfah- 
ren zur Herstellung eines derartigen Datentragers. Das Tra- 
gerelement besteht aus einem flexiblen Substrat, auf dem 
Kontaktflachen ausgebiidet sind, die uber Leiterbahnen mit 
dem IC-Baustein verbiinden sind. Das Tragerelement wird 
beim Einbau in den Datentrager derart verformt, daft der IC- 
Baustein beim fertigen Datentrager geschutzt durch Karten- 
deckschichten in der Kartenmitte liegt und die Kontaktfla- 
chen bundig mit der Kartenoberf lache abschlieSen. 
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Pat e n t a n s 



P r u_g h p : 



© M^rschichtiger Datentrager, bestehend aus 

- aindestens einer Kernschicht sowie einer oberen und 
unteren Deckschicht, 

eine, IC-Baustein fur die Vararbeitung elelctrischer 
Signalc und 

- Kontaktflachen sowie Leiterbahnen zur VerMndun g 
des IC-B.usteines nit externen GerSten, 

15 ZTJ IC - B : UStei "- K °«^«^*e„ und Leiterbahnen g e- 
». nsan nuf einen Substrat n„ g eordnet slnd> aie ' 
fl.chen und Leiterbahnen aus einec dUnnM 

^J-* 1 **"* *• »-»tr.t. h.r g estel lt sind una 

der IC-Baustein in einer Aussparung der Kernschicht 
liegt und 



30 



35 



- die Kcntaktfiachen in „eni g stens einer Auss 
der oberen Deckschicht vorliegen. 

uadurch 9 ek e „ „ 2 . i ch »e t . da* 

•**».«. Kontaktflachen und Leiterbahnen flexibel aus- 
S.fuhrt . nd una i. Datentraoer in der.rt deforaierter 
Forn dan dar IC-Baustein in einer .ittleren 

Ebene des Datentr. g . t5 an g eordnet ist und die Kontaktfia- 

runnenT" T" ^ 
* "•*««"* hindurch verset.t sind. dan 

ch r oberfi5che aer ° b "«- °— « —i. 
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rungen aufweisen, daB die Kontaktflachen derart verformt 
sind, daB sie durch die Aussparungen der oberen Deck- 
schicht hindurch mit der Oberflache der Deckschicht ab- 
schlieBen und der unter den Kontaktf lachen von den Aus- 
5 sparungen verbleibende Raum mit Material der Kernschicht 
ausgefullt ist. 

6. Datentrager nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , • daB die die Kontaktgruppen tragenden 

10 Teile des Substrats mittels eines Schmelzklebers auf der 
Kernschicht fixiert sind. 

7. Datentrager nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB die Bereiche des Substrats, auf 

15 denen die Kontaktgruppen angeordnet sind, durch schmale 
Substratstege von den Substratteilen getrennt sind, die 
den IC-Baustein tragen. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Datentrager s nach An- 
20 spruch 1, dadurch gek ennz e i chne t , daB 

- das Substrat mit den darauf angeordneten Kontakt- 
f lachen. Lei terbahnen und dem IC-Baustein derart 
auf der Kernschicht fixiert ist, daB der IC-Bau- 

25 stein im Bereich einer Aussparung der Kern- 

schicht angeordnet ist, 

- die obere Deckschicht derart liber der Kernschicht 
positioniert wird, daB die Aussparungen dieser 

30 Deckschiclit uber den auf dem Substrat vorgesehenen 

Kontaktflachen liegen und 

- daB dieser Schichtaufbau unter Druck- und Warmeein- 
wiirkung miteinander verschweifit wird, so daB die 

35 Kontaktflachen an die Oberf lachen der oberen Deck- 

schicht und der IC-Baustein ins Innere des Schicht- 
aufbaus gedriickt werden. 
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2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB 

- mehrere Kontaktflachen in Gruppen zusammengefaBt 
5 sind, 

- sowohl die Bereiche des Substrats, die die Kontakt- 
gruppen tragen als auch die Aussparungen der obe- 
ren Deckschicht an die Umrisse der Kontaktgruppen 

10 angepaflt sind, 

- die Dicke der oberen Deckschicht gleich oder ge- 
nngfugig grQBer als die Dicke des Substrats ein- 
schlieBlich der Kontaktflachen ist und 



15 



20 



die Kontaktgruppen zusammen mit den zugehorigen 
Substratteilen vollstandig in die Au SS p arungen der 
Deckschicht gebogen sind. 



3. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
z e i c h n e t . daB die Bereiche des Substrats, die 
den Kontaktflachen unterlegt sind, im Randbereich der 
Kontaktflachen Uber diese hinausstehen und die uberste- 
^ henden Bereiche zwischen Kernschicht und oberer Deck- 
25 schicht fixiert sind. 

4. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
* e i c h n e t , daB die Kontaktflachen zu Gruppen zu- 
sammengefaBt sind, die Bereiche des Substrats, die den 
Kontaktgruppen zugeordnet sind, im Randbereich der Kon- 
taktgruppen uber diese hinausstehen und diese uberstehen- 
den Bereiche des Substrats zwischen Kernschicht und obe- 
rer Deckschicht fixiert sind. 

35 5. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
z ei c h n e t , daB sowohl die obere Deckschicht als 
auch das Substrat in, Bereich der Kontaktflachen Ausspa- 
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Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen Datentrager, 
bestehend aus mindestens einer Kernschicht sowie einer 
oberen und unteren Deckschicht, einem IC-Baustein fur 
die Verarbeitung elektrischer Signale und Kontaktfiachen 
sowie Leiterbahnen zur Verbindung des IC-Bausteins mit 
externen Geraten, wobei IC-Baustein, Kontaktfiachen und 
Leiterbahnen gemeinsam auf einem Substrat angeordnet 
sind, die Kontaktfiachen und Leiterbahnen aus einer diin- 
nen elektrisch leitenden Beschichtung des Substrats her- 
gestellt sind und das Substrat derart zwischen Kern- und 
Deckschichten eingelagert sind, daB der IC-Baustein in 
einer Aussparung der Kernschicht liegt und die Kontakt- 
fiachen in wenigstens einer Aussparung der oberen Deck- 
schicht vorliegen. 

Datentrager, wie Kredit-, Ausweis- oder Identif ikations- 
karten, mit integriertem Schaltkreis werden in zunehmen- 
dem MaBe im automatischen Waren- und Dienstleistungsver- 
kehr eingesetzt. Die Kommunikation des integrierten 
Schaltkreis.es mit entsprechenden Automaten wird dabei 
heute und auch wohl in absehbarer Zukunft iiber eine gal- 
vanische Kontaktierung vorgenommen. Dazu sind auf der 
Karte leitende Belage (Kontaktfiachen) vorgesehen, die 
einderseits uber Leiterbahnen mit dem Schaltkreis in der 
Karte verbunden sind und andererseits uber einen geeigne- 
ten Kontaktkopf die elektrische Verbindung zu einem ex- 
ternen Gerat ermoglichen. Der Schaltkreis selbst ist vor- 
zugsweise in der Mitte der Ausweiskarte angeordnet, wah- 
rend die Kontaktfiachen mit der Oberflache der Karte biin- 
dig abschlieBen. In dieser Ausfiihrung konnen die Kontakt- 
fiachen im taglichen Gebrauch der Karte am einfachsten 
von Verschmutzungen freigehalten werden. 

Von den vielen bereits bekanntgewordenen Ausweiskarten 
mit integriertem Schaltkreis und galvanischer Kontakt- 
abnahme seien nachfolgend einige genannt. 
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die Aussparungen 17 und 18 der oberen Deckfolie 14 aus- 
weichen. Wahrend dieser Phase, in der schliefilich auch 
die Aussparung 16 der Kernfolie nahezu vollstandig mit 
Kartenmaterial ausgefiillt wird, bietet die sehr weiche 
Schmelzkleberfolie 19 eine schiitzende Pufferzone fur den 
IC-Baustein 3 und fur die AnschluBleitungen 4. 

Die Fig. 6 und 7 zeigen die fertige Ausweiskarte. Fig. 6, 
eine Schnittzeichnung entlang der Linie 6-6 der Fig. 4, 
zeigt anschaulich die Verforinung des Substrats 10, die 
dazu fuhrt, daO der IC-Baustein 3 geschutzt in der Kar- 
tenmitte liegt, wahrend die Kontaktf lachen 9 niindig mit 
der Oberflache der Karte abschlieflen. Vor allem im Be- 
reich der Kontaktf lachen 9 sorgt der Schmelzkleber 19 
nach dem Erkalten des Lamihats fur eine sichere Haftung 
des Substrats 10 mit der Karte. Die Fig. 7, eine Schnitt- 
zeichnung entlang der Linie 7-7 der Fig. 4, zeigt, daS 
obere Deckfolie 14 und Kernfolie 13 durch die so groB wie 
moglich ausgebildete Aussparung 11 des Substrats 10 hin- 
durch miteinander verbunden sind, so dafi die obere Deck- 
folie 14 auch in der Umgebung des IC-Bausteins 3 fest mit 
dem Kartenkern verbunden ist. Die bereits erwahnten rela- 
tiv schmalen Verbindungsstege 12 zwischen den jeweiligen 
Kontaktgruppen und dem Substratbereich, in dem sich der 
IC-Baustein befindet, erleichtern die Deformierung des 
Substrats. 

Im folgenden wird eine Karte bzw. der Einbau eines Tra- 
gerelements in eine Karte, wie sie bereits in Fig. 2 ge- 
zeigt wurde, beschrieben. Bei dieser Ausfuhrungsform be- 
finden sich alle Kontak tf lachen auf einer Seite des Sub- 
strats,- wahrend der IC-Baustein auf der anderen Seite 
angeordnet ist. In diesem Fall konnen beispielsweise 
dickere IC-Bausteine in dem bei Ausweiskarten fur Hoch- 
pragungen vorgesehenen Bereich angeordnet werden, wahrend 
die Kontaktf lachen an ublicher Stelle plaziert werden, um 
den fiir Pragungen vorgesehenen "Bereich moglichst wenig zu 
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aus Polyimid), das sich mit dem Material der Ausweiskarte 
(beispielsweise PVC) wahrend des Zusammenpressens der 
Schichten unter Warme und Druck nicht verbindet, sind 
geeignete Elemente zur Verbindung der unterschiedlichen 

5 Matenalien vorzusehen. in diesem Fan kann ein sogenann- 
ter Schnelzkleber in Form einer Folie 19 verwendet wer- 
den. Mit Hilfe eines solchen Klebers konnen auch unter- 
schaedliche Kunststof fmaterialien, wie beispielsweise 
Polyiaid und PVC, unter Einwirkung von Wanne und Druck 

10 dauerhaft miteinander verklebt werden. 

Der -in der Fig. 5 gezeigte Schichtaufbau wird, „ ie bei 
der Kartenherstellung konventioneller Art iiblich mit 
Hilfe zweier Stahlplatten 21, 22 unter Einwirkung von 
15 Warme und Druck zusammengeprefit. In der Anfangspbase des 
Lamxnaerens wirkt sich der Druck der Kaschierplatten vor- 
wiegend auf die Stellen .it der jeweils groBten Material- 
anhaufung im Laminat aus. Es sind dies die durch die 
strichpunktierten Linien 24, 25 angedeuteten Bereiche, wo 
20 3 eweils untere Deckschicht 15, Kernschicht 13, Schmelz- 
kleberfolie 19, Substrat 10 und obere Deckschicht 14 
ubereinanderliegen. Aufgrund dieser Druckverteilung sind 
der IC-Baustein 3 und die AnschluBpunkte der Leiterbahnen 
4 mit dem IC-Baustein zunachst entlastet. Im weiteren 
5 Verlauf des Laminierens erweicht die Schmelzkleber folie 
und paBt sich dabei formschlussig der durch IC-Baustein 
3, Leaterbahnen 4 und Substrat 10 gebildeten geometri- 
schen Struktur an. Nachfolgend erweichen auch die Karten- 
schxchten. Da das Material des Substrats 10 im Bereich 
der Laminartemperaturen nicht erweicht, „ ird es an den 
durch die Linien 24, 25 angedeuteten Stellen. unter Ver- 
drangung des erweichenden Kartenmaterials zwischen Kern- 
folxe 13 und oberer Deckfolie 14 eingebettet. Der IC-Bau- 
stexn 3 wird, verursacht durch den zwischen den Ausspa- 
rungen 17, 18 liegenden Steg 26 der Deckfolie 14, in die 
Aussparung 16 der Kernfolie 13 gedruckt, wahrend die mit 
den Kontaktflachen 9 versehenen Teile des Substrats 10 in 
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Enden der Leiterbahnen 4 verbunden und wird in dem Fen- 
ster lediglich durch die Befestigung der Leiterbahnen mit 
den entsprechenden AnschluBpunkten des Bausteins gehal- 
ten. Diese Art der Befestigung bzw. Bondierung von Halb- 
5 leiter-Bauelementen mit Leiterbahnen, die aus einer lei- 
tenden Beschichtung des Substrats geatzt sind, ist seit 
langem bekannt und hat sich in der Praxis bewahrt (siehe 
dazu auch Siemens-Bauteile-Report 16 (1978), Heft 2, Sei- 
te 40 - 44). 

10 

Bei dem fur die erf indungsgemafie Ausweiskarte verwendetem 
Tragerelement enden die Leiterbahnen 4 in auf dem Sub- 
strat 10 angeordneten Kontaktf lachen 9, deren AbmaBe so 
gewahlt sind, dafi die beriihrende Kontaktabnahme mit einem 

15 geeigneten Abtastkopf in einem Automaten moglich ist, 

Jeweils 4 Kontaktf lachen sind beidseitig des IC-Bausteins 
3 in Gruppen zusammengef aBt • Das Substrat 10, das aus 
flexiblem, aber undehnbaren Material, beispielsweise Po- 
lyimid besteht, ist derart gestanzt, daB im wesentlichen 

20 nur die fur die Kontaktf lachen und die; Leiterbahnen not- 
wendige Flache durch Filmmaterial unterlegt ist. Die Kon- 
taktgruppen sind liber vergleichsweise schmale Substrat- 
stege 12 mit dem Substratbereich verbunden, in dem der 
IC-Baustein angeordnet ist. 

25 

Die Fig. 5 zeigt die einzelnen Element e der Ausweiskarte 
vor dem Laminieren der Schichten. Die obere Deckfolie 14 
hat etwa die Dicke des Substrats 10 einschlieBlich der 
Kontaktf lachen 9 und ist mit zwei Aussparungen 17, 18 

30 versehen. Die Aussparungen sind so dimensioniert, daB sie 
jeweils eine Gruppe bestehend aus vier Kontaktf lachen 
•■- aufnehmen- konnen. Die mittlere Kartenschicht oder Kern- 
schicht 13 hat eine Aussparung 16 (siehe dazu auch Fig. ~ 
4), die geringfiigig groBer ist als der IC-Baustein. Die 

35 untere Deckfolie 15 schlieBt die Ausweiskarte rlickseitig 
ab. Wenn, wie in diesem Ausf uhrungsbeispiel gezeigt, das 
" Substrat 10" aus einem Material besteht (beispielsweise 
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20 



25 



30 
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der Linie 10-10 aus Fig. 8, 



35 



Fig * 11 detaillierte Darstellung eines Tra- 

gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemaO Fig. 3, 

Flg ' 12 die Ausweiskarte gemafi der Fig. 3 i m 

Schnitt vor dem Zusammenfiigen der 
einzelnen Schichten, 

Fl9 * 13 die f ertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der Linie 13-13 aus Fig. i 2 . 

Die Fig. 1. 2 und 3 zeigen Ausweiskarten nit eine* auf 
eine* Substrat angeordneten integrierten Schaltkreis 
wobei jeweils die Lage des IC-Bausteins und der Kontakt- 
flachen sowie die Ausbildung der Aussparungen in der obe- 
ren Deckfolie der Karte variieren. I m unteren Bereich der 
Karte sind beispielsweise der Name des Karteninhabers und 
exne Kartennummer aufgedruckt. Der Ubersichtlichkeit we- 
gen wurde auf die Darstellung weiterer Zeichen und Druck- 
bxlder, wie sie bei derartigen Karten ublich sind, ver- 
zxchtet. Auf die Einzelheiten der in den Fig. 1. 2 und 3 
gezeigten Ausweiskarten soil nachfolgend im Zusammenhang 
mxt der Beschreibung der einzelnen Ausfuhrungsformen de- 
tarlliert eingegangen werden. 

Die Fig. 4, 5, 6 und 7 zeigen eine erste Ausfiihrungsfonn 
der Erf indung vor und nach dem Zusammenpressen der ein- 
zelnen Kartenschichten. Die fertige Ausweiskarte ent- 
sprxcht der in Fig. l gezeigten Karte. Zunachst sei der 
Aufbau des Tragerelements 2 erlautert. das in der Fig 4 
xn der Aufsicht und in der Fig. 5 in, Schnitt dargestellt 
xst. Das Tragerelement 2 besteht aus dem IC-Baustein 3 
den Leiterbahnen 4, den Kontaktf ikchen 9 und den, Substrat 
10. Der IC-Baustexn 3 ist in einer Aussparung 11 des 
Substrats 10 mit den in die Aussparung hineinragenden 
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gerelements oder auch durch unterschiedliche Befesti- 
gungstechniken des Tragerelements in der Karte gekenn- 
zeich.net • 

Nachfolgend werden die Ausf iihrungsf ormen sowie weitere 
Vorteile und Weiterbildungen der Erfinduhg anhand der 
beiliegenden Zeichnungen naher eriautert. 

Es zeigenr 

Fig. 1, 2, 3 Ausweiskarten mit eingelagertem IC- 

baustein in drei verschiedenen Aus- 
f iihr ung s f ormen , 

15 Fig. 4 Ausweiskarte gemafl der Fig. 1 mit 

detaillierter Darstellung des Trager- 
elements, 



10 



20 



25 



30 



Fig- 5 die Ausweiskarte gemafl der Fig. 4 im 

Schnitt vor dem Zusammerif iigen der 
einzelnen Schichten, 

F i g . 5 die f ertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der Liriie 6-6 aus der Fig. 4, 

F i g . 7 die f ertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der Linie 7-7 aus der Fig. 4, 

pig. s detaillierte Darstellung eines Tra- 

gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemafl Fig. 2, 



Fig- 9 die Ausweiskarte gemafl der Fig. 2 im 

Schnitt vor dem Zusammenf iigen der 
35 einzelnen Schichten, 

Fig- jo die f ertige Karte "im Schnitt entlang 
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strat, m ontiert. Der Schaltkreis ist in einer Aussparung 
des Substrats .it in die Aussparung hineinragenden Lex- 
terbahnen verbunden. Die Leiterbahnen enden auf dexn Sub- 
strat in Kontakt flachen, wobei Leiterbahnen und Kontakt- 
- flachen aus einer dunnen, elektrisch leitenden Beschich- 
tung des Substrats hergestellt sind. Die Kontakt flachen 
sxnd bexspielsweise zusanunengefaBt in zwex Gruppen beid- 
sextxg des Schaltkreises auf den, Substrat angeordnet. Die 
Auswexskarte besteht aus drei Schichten. Die Mttlere 
10 Schxcht oder Kernschicht ist »it einer de* Schaltkreis 

angepaBten Aussparung versehen. Die obere Deckschicht hat 
zwex Aussparungen, die kongruent zu den Ab»aBen der Kon- 
taktgruppen gestanzt sind. Wahrend des Zusanunenpressens 
bzw. Kaschierens der Kartenschichten „ird das flexible 
- Substrat iffi wesentlichen bedingt durch die Aussparungen 
in den eanzelnen Schichten der Karte derart verforxnt, daB 
hex der fertigen Karte der Baustein geschUtzt in der Mit 
te Ixegt, wahrend die Kontakt flachen bundig Bit der Ober- 
flache der Karte abschlieBen. Der sehr einfache Karten- 
aufbau, verbunden .it der Verwendung eines ebenfalls ein- 
fachen und kostengunstig herstellbaren TrHgerele»ents 
bestehend aus de m Substrat, de m IC-Baustein, den Leiter- 
bahnen und Kontaktflachen erlaubt die wirtschaftliche 
Herstellung einer Ausweiskarte .it IC-Baustein gerade 
auc„ ln groBen Serien. Der, wie oben ausgefuhrt, bei den 
bekannten Ausweiskarten notwendige Materialaufwand und 
vor alle* auch der liber die Ubliche Kartenherstellung ZUJn 
Ten wext hinausgehende Arbeitsauf wand eriibrigt sich bei 
der erfindungsgeaSBen Karte. AuBerdem ist dafUr gesorgt 
daB axe KontaktflMchen Uber Leiterbahnen direkt mit dL 
Schaltkrexs verbunden sind, wo.it Gefahrenguellen fur 
Storungen, bedingt durch zusatzliche Kontakt^ bzw. Ver- 
bindungsstellen, vermieden werden. 



20 



35 



Wertere vorteilhette Ausf Uhru„ gs£ or„,e„ aer Er£ind un g si„a 
durch unterscMedliehe Gestaitung der A„s S parun 3 e n der 
oferen DecWolie bezogen a u f aie KontefctbereiOe dee TrM- 
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stelle zwischen den eigentlichen Kontaktf lachen des Tra- 
gersubstrats und den an der fertigen Karte zuganglichen 
Kontaktflachen nicht umgehen, womit grundsatzlich eine 
zusatzliche Gef ahrenquelle fur Storungen geschaffen 
wird. 

Diese zusatzliche Ubergangsstelle kann vermieden werden, 
wenn, wie in der DE-OS 31 23 198 beschrieben, das Trager- 
element verbiegbare, frei liber den Rand des Tragers bin- 
ausragende Kontaktf ahnen aufweist, die beim Zusammenbau 
der Karte durch Schlitze der Deckfolie gefiihrt und umge- 
klappt werden. Beim Laminieren der Kartenschichten unter 
Warme und Druck werden die Kontaktf ahnen in die Deckfolie 
eingepreflt und schlieBen bei der fertigen Karte biindig 
mit der Kartenoberf lache ab. Bei diesem Verfahren ist 
darauf zu achten, daB die vergfleichsweise dunnen Kontakt- 
fahnen nicht knick en, wenn sie durch Schlitze der Deckfo- 
lie gefiihrt werden. Das vorgeschlagene Verfahren eignet 
sich daher weniger fiir die Herstellung von Ausweiskarten 
mit integriertem Schaltkreis in groflen Serien. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, eine Aus- 
weiskarte mit IC-Baustein vorzuschlagen, bei der die Kon- 
taktflachen an der Kartenoberf lache liegen, wahrend der 
Baustein selbst etwa in der Kartenmitte lagert. Die Aus- 
weiskarte soli im Gegensatz zu bekannten Karten einfach 
und damit kostengunstig herstellbar sein, damit sie auch 
in groBen Serien wirtschaf tlich gefertigt werden kann. 
Daruberhinaus sollten Gef ahrenquellen, die den Betrieb 
des IC-Bausteins storen konnten, soweit wie moglich ver- 
mieden werden. 

Die Aufgabe wird erfindung sgemaB durch die im Hauptan- 
spruch angegebenen Merkmale gelost. 

In einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist 
der IC-Baustein auf einer flexiblen Tragerfolie, dem Sub- 
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dlTfT. 26 59 573 ist der 9-.»— . it 

den Lexterbahnen u„d den KontaXtflSchen au£ eine . 
che„ nicht £lejliblen Substrat Mgeordnet 

Substrata in eine Ausweistarte wira der icBauste . n 

d e L" e «, l SSParUn9 ^ Ka " C posl «»"" — axe ^nder 
des flaxen Substrate „ it a „ ^ , eIbm ^ 

Kontaktrlachen ait de» Schaltkreis auf de„ gXeicben sub- 

der E V"T Sl " d ' lie9e " S " " der *-»!-»«. in 
10 Ka rte T T "^V" 1 -- «~ — in der Hitt . der 
Karte. Der Zugang su den Konttttflaohen ist daher nur 

21 Ve " ie£ — in der Kart * -wiS! Ba 

.«* x„ dx.sen Vertxerungen bevorsugt Soh-uts an.aa.elt. 
werden sxe. „xe in der DE-OS 26 59 573 vorgeschlagen. ait 

exnem leitenden Material geftillt d ,. -„„„ ... ' 
ic . - y ut| aas aann mit der Kar- 

15 tenoberflache abschlieot. 

Ernanf T AU££i3Uen K «'— Pn-ngen vorgenoaoene 
Erhohun, der Konta k tfl S o„en k ann aueh von der Kartenber- 
stellung getrennt bereits bei der Her.t.llung dee Trager- 
20 substrata fur den Sc„alt k reis vorgenoaa.n warden. 

She"? 16 , 0 "" 0 ' 30 29 6 " 9eM,mt ' " «• Kontakt- 
flachen des Tragersubstrats bzw. TrSgereleaents vor dan 

25 vers!" 'T '" el "< tr "<* * H Sok ern 

versehen warden. Bei der Fertigstellung der Karte „ird 
das Tragerelenent in ein Penster dieser Karte eingesetst 
una «t exner Declcfolie laainiert. die in Bereich der 
Ho= k er Aussparungen aufweist. Die H S be der leitenden 
Hoc k er entsprieht der Die k e der De= k £olie. so daB die 
30 Kontaktflachen bei der fertioen «•„. . 

tenoberrlMcbe abschlieBen b " ndl9 ^ 

Den genannten Losungen ist ge.eins.a. dafl das Anordnen 
35 d r e b J° ntakt£lac — » «• Kartenoberfl.obe z„s 5 t 2li =be 
Arbextsgange und zusatslichen MateriaLaufwand erfordert 

—..«_™"° e !" SiCh 1,61 aen "e k annten Losungen durch die 

lUW.,„a . rtWlr . r .,„. „„ u , f , 1(rt> . 
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beanspruchen. 

Die Fig. 8 zeigt ein Tragerelement 30 in Aufsicht, bei 
dem der IC-Baustein 3 und die Kontaktbereiche 31 raumlich 

5 getrennt sind. Der IC-Baustein ist in einer Aussparung 32 
des Substrats 33 angeordnet und wird durch freitragende 
Leiterbahnen 4 in dieser Aussparung gehalten. Die Leiter- 
bahnen verbinden den IC-Baustein 3 mit den Kontakt f lachen 
31. Die Anzahl und die Anordnung der Kontakt f lachen rich- 

10 tet sich nach dem verwendeten IC-Baustein und kann an die 
jeweiligen Bediirfnisse angepafit werden. In Fig. 8 ist 
beispielhaft eine Ausfuhrung mit 8 Kontaktbereichen dar- 
gesteilt. liber das Substrat 33 verteilt sind in Fig. 8 
mehrere kleine Locher 35, 38 erkennbar, die zur Veranke- 

15 rung des Substrats zwischen den einzelnen Kartenfolien 
dienen. 

Fig. 9 zeigt das beschriebene Tragerelement 30 sowie die 
drei Kartenschichten vor dem Zusammenbau in einer 

20 Schnittdarstellung entlang der Linie 10-10 der Fig. 8. 

Die Kernfolie 13 weist im Bereich des IC-Bausteins 3 eine 
Aussparung 16 auf f deren Umrifl nahezu dieselbe GroBe hat 
wie die Aussparung 32 des Substrats. Die obere Deckfolie 
besitzt eine Aussparung 17 im Bereich der Kpntaktf lachen, 

25 wobei diese Aussparung kleiner ist als die die Kontakt- 
flache 31 tragende Substratf lache. Durch das Zusammen- 
pressen unter Einwirkung von War me. wird das Tragerelement 
30, wie in der Fig. 10 dargestellt, derart verformt, dafi 
die Kontakt f lachen tragende Substrat flache relativ zum 

30 IC-Baustein in Richtung zur Oberflache der Karte hin ver- 
setzt ist, so dafi der IC-Baustein 3 geschiitzt durch die 
beiden Kartendeckfolien 14, 15 in der Mitte der Karte 
liegt, wahrend die Kontaktflachen 31 biindig mit der Kar- 
tenoberf lache abschlieBen. Es hat sich iiberraschenderwei- 

35 se gezeigt, daB die Kernfolie 13 einerseits die Randbe- 
reiche des Substrats einbettet und andererseits die Kon- 
taktbereiche durch die- Aussparung 17- zur- auBeren Oberfla- 



BNSDOCID: <DE 3338597A1_I_> 



45- 



3338597 



che des Schichtaufbaues hochdriickt. 

Da da, Substrat i» Bereich der Kontaktflache einen gegen- 
uber der Aussparung 17 i„ aer oberen Deckfolie 14 groBen 

5 UmnB aufweist, sind die Randbereiche des Substrats zwi- 
schen oberer Deckfolie 14 und Kernschicht 13 verankert 
In Bereichen des Substrats, die keine Kontaktf lachen auf- 
wexsen, beispielsweise der in Pig. 10 gezeigte linke 
Teil, ist das Substrat ohnehin zwischen Kern- und oberer 

10 Deckfolie eingebettet. 

Der IC-Baustein ist in der fertigen Karte in die Ausspa- 
rung 16 der Kernfolie 13 nach unten verschoben. Die fur 
daese Lageanderung benotigte Dehnung der Leiterbahnen 4 
wird durch die im Bereich der Aussparung 32 vorgesehene 
uber Eck-Fuhrung abgefangen. 



15 



20 



25 



) 



Weiterhm ist aus Pig. 10 ersichtlich, daB im Bereich der 
Locher 35 thermoplastisches Material der Kernfolie 13 und 
der oberen Deckfolie 14 eingeflossen ist und sich verbun- 
den hat. Durch diese innige Verbindung wird das dazwi- 
schenliegende Tragerelement fest in dem Kartenverbund 
verankert. Durch das Loch 38 im Bereich der Kontaktflache 
flieflt aufgrund der Druckeinwirkung ebenfalls Material 
der Kernschicht 13, bis es bundig *it der Kontaktoberfla- 
che abschlieBt. Da die Aussparung 39 der metallischen 
Kontaktflache grofler als das Loch 38 im Substrat ist, 
bildet sich ein in, Schnitt T-formiger Pfropfen, der das 
Substrat im Kontaktf lachenbereich zusatzlich mit der 
Kernfolie verbindet. Diese Ausfuhrung ist besonders vor- 
tealhaft. wenn der Kontaktbereich gro&flachig ist. 

Die Fig. 11 zeigt ein tnrC^ "Ssfuhrungsform bevorzugt 
geeignetes Tragerelement 40. Es gleicht dem in Fig 4 
ausfuhrlich beschriebenen Tragerelement in vielen Punk- 
ten. So ist beispielsweise der IC-Baustein 3 in einer 
Aussparung 11 des Substrats 10 angeordnet und uber Lei- 
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terbahnen 4 mit den Kontaktf lachen 42 verbunden. Einziger 
Unterschied ist, daB die metallischen Kontaktf ISchen 42 
nicht vollstandig von dem Substrat 10 unterlegt sind. Die 
gestrichelten Linien 41 deuten die im Substrat vorgese- 
5 henen Aussparungen unter den jeweiligen Kontaktf lachen 
an. 

Fig. 12 zeigt das Tragerelement 40 in Schnittdarstellung 
entlang der in Fig. 11 eingezeichneten Linie 13-13 vor 

10 dem Einbau in die Karte zusammen mit den drei Kartenfo- 
lien. Kernfolie 13 und obere Deckfolie 14 weisen die be- 
reits bekannten Aussparungen zur Aufnahme des IC-Bau- 
siteins bzw. der Kontaktf lachen auf. Fur die beschriebene 
Ausfuhrungsform ist es zweckmaBig, das Tragerelement 40 

15 vor dem Einbau in die Karte mit einer Kleberschicht 19 zu 
unterlegen. Die Eigenschaf ten dieser Kleberschicht wurden 
bereits weiter oben ausfuhrlich beschrieben. 

Nach dem Erweichen der Kernschicht 13 wird das Substrat 
20 10 im Bereich des IC-Bausteins 3 zur Kartenmitte hin ver- 
formt, wahrend das thermoplastische Kartenmaterial in die 
Aussparungen 17, 18 der ober en Deckfolie ausweicht. Dabei 
werden die metallischen Kontaktf lachen 42 durch das Kern- 
material zur Oberflache hin ver formt. 

25 

Die. mit der Verformung verbundene Dehnung wird von den 
als diinne Metallschichten ausgebildeten Kontaktf lachen 42 
ausgeglichen. Falls die Kontaktf lachen die Dehnung nicht 
ausgleichen konnen, beispielsweise bei Verwendung einer 

30 relativ dicken Deckfolie, mufl dafiir gesorgt werden, daB 

die Langendehnung auf andere Weise kompensiert wird. Bei- 
spielsweise kann man- die Verbindung der metallischen Kon- 
taktflachen 42 mit dem Substrat 10 im Randbereich des 
Trager elements so ausfuhren, daB sich diese bei Zugbean- 

35 spruchung lost, wodurch die metallischen Kontaktf lachen 
an einer oder mehreren Seiten frei bewegbar sind. 
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Exne weitere Ausfiihrungsform besteht darin, das Substrat 
10 uber mehrere Kontaktflachen 42 groBflachig auszuspa- 
ren. So konnen beispielsweise die Kontaktbereiche des in 
Fig. 11 dargestellten Tragerelements 40 nur an den auBe- 
ren bzw. dem IC-Baustein zugewandten Langsseiten mit 
schmalen Streifen aus Substratmaterial unterlegt sein, urn 
das gleiche Ergebnius zu erzielen, wie bei der oben be- 
schriebencn Form. 

FUr Anwendungsfalie, in denen das Aufbringen des Schmelz- 
klebers, das Ublicherweise unter Warmeeinwirkung statt- 
fandet, unerwunscht oder unmoglich ist, kann anstelle des 
Schmelzklebers ein Material in Form einer Folie oder Fo- 
lienstiicken ait Hilfe eines bei Raumtemperatur wirksamen 
Klebers mit dem Substrat verbunden werden. Dieses Folien- 
material 1st so gewMhlt, daB es beim Laminieren unter 
Druck- und Warmeeinwirkung mit dem Kartenmaterial eine 
inmge Verbindung eingeht. Vorzugsweise wird das gleiche 
Material gewahlt, das auch fur den restlichen Schichtauf- 
bau verwendet wurde, beispielsweise PVC. Bin Vorteil die- 
ser Art von Verbindung zwischen Substrat und Karten- 
schichten ist, da* in Bereichen des Tragerelements, die 
beam Laminieren verformt werden sollen, durch gezielte 
Auftragung des Folienmaterials die Verformung des Trager- 
elements wirkungsvoll unterstutzt werden kann. 
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Fig. 11 
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